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摘要(译)

本公开提供了一种封装结构，其制造方法以及显示装置。封装结构包括
基板，设置在基板上的有机发光器件，以及设置在有机发光器件上方的
封装膜层，封装膜层将有机发光器件封装到基板上，其中形成吸附结构
在包封膜层中，吸附结构被配置为吸收水分和氧气。
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